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Schale, ein Substrat und einen Deckel. Das Substrat ist in die Schale eingelegt. Auf eine Oberflache des Substrats ist ein Metalldepot
aufgebracht und auf dem Metalldepot ist ein Klebepunkt angeordnet. Der Deckel ist auf die Schale aufgesetzt und weist mindestens
einen Vorsprung auf, der das Substrat aulerhalb des Klebepunkts beriihrt und das Substrat in einer Richtung senkrecht zur Oberfliche
des Substrats fixiert.
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Verpackungseinheit fiir ein Substrat

Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpackungseinheit fiir ein Substrat, einen
Verpackungsstapel mit solchen Verpackungseinheiten und ein Verfahren zur Verpackung

eines Substrats.

Hintergrund der Erfindung
Keramikschaltungstrager sind aufgrund ihrer hohen Wirmeleitfahigkeit, hohen Formstabilitét
bzw. mechanischen Festigkeit sowie ihrer hohen Isolationsfestigkeit insbesondere im Bereich

der Hochleistungselektronik von Interesse.

DE 10 2010 018 668 B4 offenbart eine Verpackungseinheit aus einer Verpackung fiir Metall-
Keramik-Substrate und mehrere Metall-Keramik-Substrate, jeweils bestehend aus einer
Keramikschicht und aus auf wenigstens einer Oberflichenseite der Keramikschicht gebildeten

Einzelmetallisierung und zwischen diesen verlaufenden Sollbruchlinien.

DE 10 2012 106 087 B4 offenbart eine Verpackungseinheit fiir Substrate, insbesondere fiir
Metallkeramiksubstrate, bestehend aus einer Verpackung mit einem aus einem Flachmaterial
hergestellten Verpackungsunterteil und einer von einer Vertiefung in einem oberen
Bodenabschnitt des Verpackungsunterteils gebildeten Aufnahme fiir mehrere oder wenigstens

einen Substratstapel oder Teilstapel.
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Besonders fiir empfindliche Substrate und insbesondere Substrate mit empfindlichen
Oberfliachen oder Oberflachenabschnitten kdnnen diese Verpackungen aber noch verbessert

werden.

Zusammenfassung der Erfindung
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Verpackungseinheit fiir Substrate

bereitzustellen, mit welcher auch empfindliche Substrate sicher verpackt werden kénnen.

Diese Aufgabe wird durch eine Verpackungseinheit fiir ein Substrat, einen Verpackungsstapel
mit einer Vielzahl solcher Verpackungseinheiten und ein Verfahren zur Verpackung eines
Substrats nach den unabhingigen Anspriichen gelost. Vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen sind den Unteranspriichen und der nachfolgenden Beschreibung zu

entnehmen.

Die Verpackungseinheit fiir ein Substrat umfasst eine Schale, ein Substrat und einen Deckel.
Das Substrat ist in die Schale eingelegt. Auf eine Oberfliche des Substrats ist ein Metalldepot
aufgebracht und auf dem Metalldepot ist ein Klebepunkt angeordnet. Der Deckel ist auf die
Schale aufgesetzt und weist mindestens einen Vorsprung auf, der das Substrat au3erhalb des
Klebepunkts bertihrt und das Substrat in einer Richtung senkrecht zur Oberflache des
Substrats fixiert.

Das Substrat kann ein beliebiges Tragermaterial sein, welches zum Beispiel nicht sofort fertig
verarbeitet wird und daher zunéchst zuverldssig aufbewahrt werden muss. Das Substrat kann
flichenférmig ausgebildet sein und eine flache ebene Struktur aufweisen. Beispielsweise kann
das Substrat in der Halbleitertechnik ein Ausgangsmaterial fiir eine Fertigung von

Elektronikmodulen sein.
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Das Substrat weist auf seiner Oberflache ein sogenanntes Metalldepot auf. Das Metalldepot,
in anderen Worten ein Metallvorrat, kann je nach Einsatzzweck ein Metall oder mehrere
verschiedene Metalle in bestimmten Mischungsverhéltnissen umfassen oder daraus bestehen.
Das Metalldepot kann beispielsweise fiir eine dauerhafte, feste Verbindung von Bauteilen
geeignet sein, beispielsweise indem es sich als Schmelze mit der Oberfliche von Bauteilen
verbindet bzw. legiert und nach Abkiihlung erstarrt oder indem es sich im Sinne eines
Sintermaterials ohne zu schmelzen mit der Oberflidche von Bauteilen verbindet. GroBe und

Dicke des Metalldepots kénnen je nach Einsatzzweck variiert werden.

Auf dem Metalldepot ist ein Klebepunkt angeordnet. Der Klebepunkt kann dazu dienen, ein
zum Beispiel elektronisches Bauteil auf dem Substrat zu fixieren, um einen darauffolgenden
Lo6t- oder Sintervorgang zwischen dem elektronischen Bauteil und dem Substrat zu
erleichtern. Der Klebepunkt kann beim Verloten oder beim Sintern des elektronischen
Bauteils mit dem Substrat unzersetzt verdampfen und/oder sich unter Zersetzung

verfliichtigen, sodass der Klebepunkt keine oder keine storenden Riickstinde hinterlésst.

Die Verpackungseinheit weist eine Schale auf. Die Schale kann wannenférmig ausgebildet
sein, um das Substrat im Innenraum der Schale aufzunehmen. Auf die Schale ist ein Deckel
aufgesetzt, der mindestens einen Vorsprung in Richtung des Innenraums der Schale umfasst.
Der Vorsprung kann beispielsweise punktformig oder in Form einer rechteckigen Vertiefung
geformt sein. Der Vorsprung kann sich vertikal bzw. senkrecht an der Oberflache des
Substrats abstiitzen, um das Substrat in der Schale festzuhalten. Dabei ist es wichtig, dass der
Vorsprung das Substrat auBlerhalb des Klebepunkts bertihrt. In anderen Worten, der
Vorsprung bertihrt den Klebepunkt nicht, weder seitlich noch an der Oberseite des
Klebepunkts. Auf diese Weise wird erreicht, dass der Klebepunkt nicht verschmiert wird. Der
Vorsprung kann auch so auf das Substrat aufgelegt sein, dass er das Substrat auch nur
auBBerhalb des Metalldepots bertihrt. Bevorzugt bertihrt der Vorsprung das Metalldepot weder

seitlich noch an der Oberseite des Metalldepots. Der Vorsprung kann sich jedoch an der
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Oberflache des Substrats abstiitzen, sodass der Vorsprung die Oberseite des Substrats, die
dem Deckel zugewandt ist, senkrecht bzw. in vertikaler Richtung fixiert. Daher kann eine
Hohe des Vorsprungs von einer Oberflache des Deckels in Richtung des Innenraums der

Schale je nach Anzahl bzw. Hohe des oder der eingelegten Substrate variieren.

Der Vorteil der erfindungsgemifien Verpackungseinheit liegt darin, dass auch empfindliche
Substrate sicher verpackt und insbesondere platzsparend gestapelt werden kdnnen, ohne den
Klebepunkt auf dem Metalldepot zu beriihren. Die erfindungsgeméle Verpackungseinheit
ermoglicht, dass das Metalldepot und der Klebepunkt unmittelbar nach dem Herstellen des
Substrats durch einen Hersteller oder Weiterverarbeiter des Substrats auf das Substrat
aufgebracht werden kdnnen und das Substrat mit Metalldepot und Klebepunkt problemlos an
einen Weiterverarbeiter oder einen Anwender verschickt werden kann. Auf diese Weise
kénnen Weiterverarbeiter oder Anwender des mit Metalldepot und Klebepunkt versehenen
Substrats ein weiteres Bauteil direkt auf den Klebepunkt des Substrates aufbringen und
beispielsweise mittels eines Lot- oder Sinterverfahrens das Bauteil direkt (ohne eine Vorarbeit
zum Fixieren des Bauteils) befestigen. Dieses sogenannte Vorapplizieren des Metalldepots
und des Klebepunkts ermdglicht, dass ein weiteres Bauteil kostengiinstig auf dem Substrat
befestigt werden kann. Bislang werden die Substrate generell ohne vorapplizierte Metall- oder
Lotdepots hergestellt und vertrieben. Daher ist es nicht erforderlich, die Substrate anders als
durch durchgingige Folien voneinander zu separieren. Im Falle eines Substrats mit
vorappliziertem Metalldepot jedoch wird ein Klebepunkt auf das Substrat aufgebracht, der
wiéhrend des Verpackens und Versands der Teile nicht verschmiert oder beriihrt werden darf.
Die erfindungsgeméifle Schale und der erfindungsgemife Deckel mit mindestens einem
Vorsprung ermdglichen, dass die Substrate platzsparend gestapelt, aufbewahrt und/oder

transportiert werden kénnen, ohne den Klebepunkt zu beriihren.
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In einer Ausfiihrungsform sind mindestens zwei Substrate als Stapel in die Schale eingelegt,
und ein Abstandshalter ist so zwischen die Substrate eingelegt, dass der Abstandshalter das

Substrat nur auBlerhalb des Klebepunkts beriihrt.

Mindestens zwei Substrate, vorzugsweise mehrere Substrate, konnen in vertikaler Richtung
aufeinandergestapelt und als ein Substratstapel in die Schale eingelegt werden. Dabei ist es
wichtig, dass der Klebepunkt jedes Substrats nicht bertihrt bzw. verschmiert wird. Der
Abstandshalter kann zwischen zwei aufeinanderfolgenden Substraten positioniert werden, um
einen Kontakt zwischen den Substraten zu vermeiden. In anderen Worten, der Abstandshalter
kann auf ein erstes Substrat aufgelegt sein und ein zweites Substrat kann auf den
Abstandshalter aufgelegt sein. Der Abstandshalter kann so auf das erste Substrat aufgelegt
sein, dass der Abstandshalter das erste Substrat nur aullerhalb des Klebepunkts bertihrt.
Bevorzugt beriihrt der Abstandshalter das Metalldepot weder seitlich noch an der Oberseite
des Metalldepots.

Der Abstandshalter kann zumindest einen Ausschnitt aufweisen, sodass der Abstandshalter
auf die Oberfldche des ersten Substrats aufgelegt werden kann, ohne den Klebepunkt zu
beriihren. Auf den Abstandshalter kann das zweite Substrat aufgelegt werden, wobei der
Abstandshalter eine Unterseite des zweiten Substrats beriihrt. Die ,,Unterseite® kann eine
Oberfliche des Substrats sein, auf welcher weder Metalldepot noch Klebepunkt platziert wird.
Im Gegensatz dazu kann eine ,,Oberseite* eine Oberfliche des Substrats sein, auf welcher das

Metalldepot und der Klebepunkt appliziert sind.

Der Abstandshalter kann kleiner als oder gleich grofl wie das Substrat sein. In anderen
Worten, die duleren Abmessungen des Abstandshalters konnen maximal so gro3 wie die
duBeren Abmessungen des Substrats sein. Noch préziser, ein Aulenumfang oder eine
AuBenkontur des Abstandshalters kann kleiner als oder genauso grof} sein wie ein

AuBenumfang oder eine AuBlenkontur des Substrats.
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Der Abstandshalter bzw. der Ausschnitt des Abstandshalters kann dazu beitragen, dass die
Substrate gestapelt, autbewahrt und/oder transportiert werden koénnen, ohne den Klebepunkt
zu beriihren. Daher kann ein Abstandshalter auf eine oberste Schicht des Substratstapels
aufgebracht werden, um eine Beriihrung des Klebepunkts bzw. Metalldepots durch den

Deckel zu vermeiden.

In einer Ausfiihrungsform kann der Abstandshalter stegformig sein. In anderen Worten, der
Abstandshalter kann zumindest einen Ausschnitt, bevorzugt eine Vielzahl von Ausschnitten
und Zwischenbriicken bzw. Flihrungsleisten aufweisen, die die Ausschnitte verbinden. Die
Ausschnitte konnen eine identische Form aufweisen und die Form kann rechteckig, rund, oval
oder dhnlich ausgebildet sein. Jeder der Ausschnitte kann auch unterschiedliche Formen
aufweisen. Die Ausschnitte konnen dazu dienen, dass der Klebepunkt auf dem Metalldepot
trotz des Stapelns von Substraten und Abstandshaltern unberiihrt bleibt und somit nicht
verschmiert wird. Der Abstandshalter kann aus Kunststoff oder Karton hergestellt sein. Der
Abstandshalter kann aus Rollenware hergestellt werden. Auf diese Weise kann der

Abstandshalter kostengiinstig und einfach hergestellt werden.

In einer Ausfiihrungsform umfasst die Schale einen Boden und eine umlaufende Wand,
welche in Richtung des Bodens eine geringere AuBenabmessung aufweist als an ihrem freien
Ende. In anderen Worten die umlaufende Wand der ersten Schale kann kegelférmig

ausgebildet sein, sodass sich die Wand in Richtung des freien Endes der Schale aufweitet.

Der Boden der Schale kann beispielsweise eine rechteckige Form aufweisen, um ein Substrat
aufzunechmen, welches im Wesentlichen rechteckig ausgebildet ist. Die umlaufende Wand der
Schale kann senkrecht zum Boden der Schale stehen oder sich allméhlich vom Boden in
Richtung des freien Endes der Schale aufweiten. Auf diese Weise kann die Schale einen
seitlichen Spielraum bereitstellen, in dem sich z.B. ein Greifmechanismus frei bewegen kann,

sodass das Substrat bzw. der Substratstapel leicht in die Schale eingelegt oder aus der Schale
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herausgenommen werden kann. Im Gegensatz dazu kann der Boden der Schale eine gleiche
AulBlenabmessung wie das Substrat haben, um das Substrat am Boden festzuhalten. Die Schale
kann aus Kunststoff oder Karton hergestellt sein. Auf diese Weise konnen die Schalen
kostenglinstig, leicht und einfach hergestellt werden. Die Schalenmaterialien kénnen dabei

durchsichtig ausgebildet sein.

In einer Ausfiihrungsform weist der Deckel mindestens ein Zentrierelement zum Befestigen
des Deckels auf der Schale auf. Das Zentrierelement kann beispielsweise eine
Schnappverbindung sein. Der Begriff Schnappverbindung kann so verstanden werden, dass
zwel Elemente mit einfachem formschliissigem Filigen 16sbar kombiniert werden. In anderen
Worten, kann die Schale eine Zentrierelementaufnahme umfassen, die sich elastisch mit dem
Zentrierelement des Deckels verformen kann, um ineinander greifen zu kénnen. Der Deckel
kann beispielsweise auf seiner Oberfliche mindestens eine Vorwdlbung in Richtung des
Innenraums der Schale aufweisen, die mit einer auf der Oberseite der Schale versehenen
Aussparung zusammengefligt werden kann, um den Deckel in einer vorbestimmten Position

auf der Schale zu befestigen.

In einer Ausfiihrungsform sind die Schale und der Deckel unterschiedlich geformt. Der
Deckel kann beispielsweise wannenformig eingerichtet sein, um die Schale formschliissig
zuzudecken. In anderen Worten, der Deckel kann einen vertieften Boden mit einer
umlaufenden Wand umfassen, wobei der Boden zumindest einen Vorsprung zum Fixieren des
Substrats aufweist. Somit kann die umlaufende Wand des Deckels an der umlaufenden Wand
der Schale anliegen. Fine Hohe der umlaufenden Wand des Deckels kann jedoch geringer als
eine Hohe der Schale sein, sodass im Innenraum der Schale ausreichend Platz fiir ein Substrat

bzw. einen Substratstapel vorhanden ist.

In einer Ausfiihrungsform sind die Schale und der Deckel einstiickig ausgebildet. Die Schale

und der Deckel konnen beispielsweise durch Spritzgieen, Extrusion, Spritzblasformen oder
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dhnliches hergestellt werden. Die Schale und der Deckel kénnen einteilig, d.h. gemeinsam
und zusammen hergestellt sein oder zunéchst separat hergestellt und durch Schweilen oder
Kleben dauerhaft einteilig miteinander verbunden sein. Der Deckel kann beispielsweise ein
Klappdeckel mit einem Filmscharnier sein. Auf diese Weise kann die Schale unmittelbar nach

dem Einlegen des Substrats oder Substratstapels in die Schale verschlossen werden.

In einer Ausfiihrungsform kénnen mindestens zwei Substrate bzw. Substratstapel
nebeneinander in die Schale eingelegt sein und diese durch mindestens ein Trennelement
voneinander beabstandet sein. Das Trennelement kann von der umlaufenden Wand der Schale
in Richtung des Innenraums der Schale hervorstehen, um den Innenraum der Schale
mindestens in zwei Teile zu unterteilen. Das Trennelement kann aber auch ein separates
Element sein, das beispielsweise in die Schale eingelegt und durch die umlaufende Wand der
Schale eingeklemmt werden kann. Auf diese Weise konnen mehrere Substratstapel

platzsparend aufbewahrt und/oder transportiert werden.

In einer Ausfiihrungsform ist das Substrat ein Metallkeramiksubstrat und umfasst eine
Keramikschicht und mindestens eine Metallisierungsschicht, wobei das Metalldepot auf die
Metallisierungsschicht aufgebracht ist. In einer Ausfithrungsform umfasst das
Metallkeramiksubstrat die Keramikschicht und zwei Metallisierungsschichten, wobei das
Metalldepot auf eine der Metallisierungsschichten aufgebracht ist. In einer Ausfithrungsform
umfasst das Metallkeramiksubstrat eine Keramikschicht und zwei Metallisierungsschichten
und beide Metallisierungsschichten weisen eine aulenliegende Oberflache auf, auf die ein

Metalldepot aufgebracht ist.

Der Begriff ,,Metallkeramiksubstrat* kann so verstanden werden, dass das Substrat aus
Keramik hergestellt und durch verschiedene Verfahren wie z.B. Direct-Copper-Bonding
(iblicherweise als DCB-Verfahren bezeichnet), Direct-Aluminium-Bonding (iiblicherweise

als DAB-Verfahren bezeichnet) oder Active-Metal-Brazing (iiblicherweise als AMB-
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Verfahren bezeichnet) metallisiert werden kann. Geeignete Materialien fiir das
Keramiksubstrat sind beispielsweise ein Oxid, ein Nitrid, ein Carbid, oder ein Gemisch oder
Komposit aus zumindest zweien dieser Materialien, insbesondere ggf. dotierte
Aluminiumoxid- oder Siliziumnitrid-Keramik. Das nach der Metallisierung des
Keramiksubstrats erhaltene Verbundmaterial wird auch als Metall-Keramik-Substrat oder
Metall-Keramik-Verbund bezeichnet. Sofern es beispielsweise durch ein DCB-Verfahren

hergestellt wurde, wird hédufig auch die Bezeichnung ,,DCB-Substrat™ verwendet.

Das Substrat kann ein Direct Copper Bonding (DCB) oder ein Direct Aluminium Bonding
(DAB) Substrat sein, welches eine gute elektrische und thermische Verbindung elektronischer

Bauteile und Chips iiber Kupfer bzw. Aluminium erméglicht.

In einer Ausfiihrungsform ist der Klebepunkt gestaltet, um ein elektronisches Bauteil auf dem
Substrat zu fixieren, und der Klebepunkt ist bei Raumtemperatur verschmierbar.
Verschmierbar bedeutet, dass der Klebepunkt nach dem Applizieren auf den Metalldepots
beispielsweise angetrocknet sein kann, jedoch an der Luft nicht fest oder hart wird, sondern
klebrig oder schmierig bleibt. Der verschmierbare Klebepunkt ist weder vollstidndig fest noch
vollstidndig fliissig. Er kann eine bestimmte Viskositdt aufweisen, sodass sich beispielsweise
ein auf den Klebepunkt aufgebrachtes weiteres Bauteil selbst bei einer zum Beispiel 90°

schriagen Lage des Substrats nicht selbststdndig bewegt oder selbststindig rutschen kann.

Das Metallkeramiksubstrat kann fiir eine elektronische Anwendung geeignet sein, bei der ein
elektronisches Bauteil beispielsweise ein Chip, ein Schalter, ein Beleuchtungselement, ein

Kondensator, ein Widerstand oder dhnliches aufgebracht wird.

Das Substrat kann aber auch auf beiden Seiten jeweils ein Metalldepot und auch einen
Klebepunkt umfassen. Das bedeutet, dass das Substrat sowohl auf seiner Oberseite als auch

auf seiner Unterseite ein Metalldepot und auch einen Klebepunkt aufweisen kann. Die Schale
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und der Abstandshalter konnen so eingerichtet sein, dass der in vertikaler Richtung nach oben
gerichtete Klebepunkt nicht mit einer Innenseite des Deckels oder einem daraufgelegten
Substrat und der in vertikaler Richtung nach unten gerichtete Klebepunkt nicht mit dem

Boden der Schale oder einem daruntergelegten Substrat in Beriihrung kommen.

In einer Ausfiihrungsform umfasst das Metalldepot ein I6tbares oder sinterbares Metall oder
eine l6tbare oder sinterbare Legierung. Das Metalldepot kann auch als ein Lot- oder
Sinterdepot verstanden werden und ein bestimmtes Volumen aufweisen oder eine Metall-
/Legierungsschicht sein. Das Metalldepot kann im Falle eines 16tbaren Metalls durch Léten,
beispielsweise durch ein Vakuumléten in einer aktiven Atmosphére mit Ameisensiure-
aktivierung, auf das Metallkeramiksubstrat aufgebracht werden. Im Falle eines sinterbaren
Metalls kann das Metalldepot durch Sintern oder Ansintern auf das Metallkeramiksubstrat
aufgebracht werden. Das Metalldepot kann auf dem Metallkeramiksubstrat in einem
definierten Volumen, an einer definierten Position und mit einer definierten Form appliziert
werden. Auf diese Weise kann das Metallkeramiksubstrat ohne einen Metallpastendruck
und/oder einen Reinigungsvorgang weiterverarbeitet werden. Dies ermdglicht, dass ein
weiteres Bauteil, beispielsweise ein Chip, ein Schalter, ein Beleuchtungselement, ein
Kondensator, ein Widerstand oder dhnliches auf das Substrat bzw. Metalldepot vereinfacht
aufgebracht und dort beispielsweise ohne Verwendung von Hilfsstoffen wie beispiclsweise

Flussmitteln, Reinigungsmitteln und dhnlichem befestigt werden kann.

In einer Ausfiihrungsform umfasst das Substrat eine Vielzahl von nebeneinander
angeordneten Einzelsubstraten. Das Substrat kann in Form eines Einzelsubstrats vorliegen.
Alternativ ist es auch méglich, dass das Substrat eine oder mehrere (bevorzugt geradlinig
verlaufende) Sollbruchlinien aufweist, die das Substrat in zwei oder mehr Bereiche
unterteilen. Der Abstandshalter kann zeilenformig bzw. rasterformig zwischen den

FEinzelsubstraten verlaufen.
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In einer Ausfiihrungsform weist die Schale ein Trockenmittel zum Beispiel zwischen dem
Boden der Schale und dem Substrat zur trockenen Aufbewahrung des Substrats auf. Das
Trockenmittel kann verwendet werden, um der Schale Feuchtigkeit zu entzichen und/oder das
Substrat vor Oxidation zu schiitzen. Das Trockenmittel kann beispielsweise Silicagel,
Zeolithe, Aluminiumoxid, Kaliumcarbonat oder dhnliches sein. Die Schale kann im Boden
eine Vertiefung zum Einlegen des Trockenmittels umfassen. Die Tiefe der Vertiefung kann so

eingerichtet sein, dass das eingelegte Trockenmittel die Unterseite des Substrats nicht beriihrt.

Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin einen Verpackungsstapel, welcher eine Vielzahl
von aufeinandergestapelten Verpackungseinheiten umfasst. Durch eine relativ flache
Konfiguration des Substrats und des Abstandshalters kann es mdglich sein, dass eine Vielzahl
von Substraten und Abstandshaltern platzsparend aufeinandergestapelt werden konnen. Die
beispielsweise rasterformigen Abstandshalter kdnnen erméglichen, dass die Klebepunkte auf
den Metalldepots trotz des Stapelns von mehreren Substraten und Abstandshaltern
beriihrungsfrei bleiben. Der Verpackungsstapel kann je nach Einsatzzweck und
Lagerkapazitit eine beliebige Anzahl von Verpackungseinheiten und damit eine beliebige

Anzahl von Substraten, Abstandshaltern und Schalen mit Deckel aufweisen.

In einer Ausfiihrungsform ist zwischen den Verpackungseinheiten ein Ddmpfungselement
zum Abfedern eines Stofes eingelegt. Das Dampfungselement kann aus einem Material, das
einen mechanischen Stof3 absorbieren kann, hergestellt werden. Das Material kann
beispielsweise ein Schaumstoff, ein Papier oder ein Gummi oder dhnliches sein. Das
Dampfungselement kann z.B. blockformig oder wellenférmig geformt sein. Somit kann der
Verpackungsstapel kompakter, platzsparender und sicherer gestapelt werden.
Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zur Verpackung eines Substrats.
Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

- Bereitstellen einer Schale,

- Einlegen cines Substrats in die Schale, und
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- Aufsetzen eines Deckels auf die Schale,

Auf eine Oberfliche des Substrats ist ein Metalldepot aufgebracht und auf dem Metalldepot
ist ein Klebepunkt angeordnet. Der Deckel weist mindestens einen Vorsprung auf, der das
Substrat auBerhalb des Klebepunkts beriihrt und das Substrat in einer Richtung senkrecht zur
Oberfliache des Substrats fixiert.

In einer Ausfiihrungsform umfasst das Verfahren weiterhin die Schritte:

- Einlegen eines Abstandshalters auf das Substrat in der Schale, und

- Einlegen eines weiteren Substrats auf den Abstandshalter,

Der Abstandshalter ist so zwischen die Substrate eingelegt, dass er das Substrat nur aullerhalb

des Klebepunkts beriihrt.

Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmoglichkeiten der vorliegenden Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, den Ausfithrungsbeispicelen und den
Figuren. Alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale kénnen unabhéngig
von ihrer Darstellung in einzelnen Anspriichen, Figuren, Sitzen oder Absétzen miteinander
kombiniert werden. In den Figuren stehen gleiche Bezugszeichen fiir gleiche oder dhnliche

Objekte.

Kurze Beschreibung der Figuren

Figur 1 zeigt eine Verpackungseinheit gemal einer Ausfiihrungsform.

Figur 2 zeigt eine Verpackungseinheit gemal einer Ausfithrungsform.

Figur 3 zeigt eine Schale geméf einer Ausfiihrungsform.

Figur 4 zeigt einen Deckel gemal einer Ausfithrungsform.

Figur 5 zeigt eine Verpackungseinheit gemal einer Ausfithrungsform.

Figur 6 zeigt eine Verpackungseinheit gemal einer Ausfiihrungsform.

Figur 7 zeigt eine Verpackungseinheit gemal einer weiteren Ausfithrungsform.

Figur 8 zeigt einen Verpackungsstapel gemal einer Ausfithrungsform.
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Figur 9 zeigt ein Metallkeramiksubstratstapel gemif einer Ausfithrungsform.

Figur 10 zeigt ein Metallkeramiksubstrat gemif einer Ausfiihrungsform.

Detaillierte Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele

Figur 1 und Figur 2 zeigen eine Verpackungseinheit 10 fiir ein Metallkeramiksubstrat 1. Die
Verpackungseinheit 10 umfasst eine Schale 5, ein Substrat 1 und einen Deckel 6. Das Substrat
1 kann durch ein Direct Copper Bonding (DCB) Verfahren oder Direct Aluminium Bonding
(DAB) Verfahren hergestellt werden und eine Vielzahl von nebeneinander angeordneten
Einzelsubstraten umfassen (in Figur 2). Das Substrat 1 ist in die Schale 5 eingelegt. Auf eine
Oberfliche des Substrats 1 ist ein Metalldepot 2 aufgebracht und auf dem Metalldepot 2 ist
ein Klebepunkt 3 angeordnet (in Figur 10). Der Deckel 6 ist auf die Schale 5 aufgesetzt und
weist mindestens einen Vorsprung 63 auf (in Figur 6), der das Substrat 1 au3erhalb des
Klebepunkts 3 bertiihrt und das Substrat 1 in einer Richtung senkrecht zur Oberflache des
Substrats 1 fixiert.

Wie auch in Figur 9 gezeigt, weist das Metallkeramiksubstrat 1, 1" mindestens eine
Keramikschicht 11, 11" und eine Metallisierungsschicht 12, 12" auf. Das
Metallkeramiksubstrat 1, 1” weist vorzugsweise insgesamt zwei Metallisierungsschichten auf,
ndmlich die Metallisierungsschicht 12, 12" und eine nicht gezeigte weitere
Metallisierungsschicht auf der anderen Seite der Keramikschicht 11, 117, Auf eine Oberseite
der Metallisierungsschicht 12, 12" ist ein Metalldepot 2, 2" aufgebracht und auf dem
Metalldepot 2, 2" ist ein Klebepunkt 3, 3" angeordnet. Das Metalldepot 2, 2" umfasst ein
l6tbares oder sinterbares Metall oder eine 16tbare oder sinterbare Legierung. Der Klebepunkt
3, 37 ist bei Raumtemperatur bzw. in Luft klebrig und verschmierbar. Auf den Klebepunkt 3,
3’ kann ein elektronisches Bauteil beispielsweise ein Chip, Leuchtmittel, Widerstand,

Kondensator etc. aufgebracht werden.
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Die Schale 5 und der Deckel 6 kdnnen einstiickig aus Kunststoff oder Karton hergestellt
werden (nicht gezeigt), sie sind jedoch unterschiedlich geformt. Wie auch in Figur 3 gezeigt,
umfasst die Schale 5 einen Boden 51 und eine umlaufende Wand 52. Die umlaufende Wand
52 erstreckt sich vom Boden 51 bis in eine Wandhohe, in der mindestens ein Substrat 1
vorzugsweise ein Substratstapel umschlossen wird. Die umlaufende Wand 52 weist in

Richtung des Bodens 51 eine geringere Auflenabmessung als an ihrem freien Ende auf.

Der Substratstapel kann mindestens zwei Substrate 1, 1" umfassen, wobei ein Abstandshalter
4 so zwischen die Substrate 1, 17 eingelegt ist, dass der Abstandshalter 4 das Substrat 1 nur
auBerhalb des Klebepunkts beriihrt (in Figur 9). Die Substrate 1, 1" umfassen jeweils ein
Metalldepot 2, 2" und auf den beiden Metalldepots 2, 2” ist je ein Klebepunkt 3, 3°
angeordnet. Der Abstandshalter 4 ist stegformig oder rasterférmig ausgebildet und so auf das
erste Substrat 1 aufgelegt, dass der Abstandshalter 4 das erste Substrat 1 nur au3erhalb des
Klebepunkts 3 beriihrt. Der Abstandshalter 4 kann aus aufrollbarem Kunststoff oder Karton
hergestellt werden. Eine Dicke bzw. Hohe des Abstandshalters 4 kann zwischen 200 und
1000 um, bevorzugt zwischen 300 und 800 um betragen, sodass eine Untergrenze der Dicke
des Abstandshalters 4 eine Summe von Metalldepot 2, Klebepunkt 3 und ggf.
Sicherheitsabstand nicht unterschreitet. Die Obergrenze der Dicke des Abstandshalters 4 kann
ferner so ausgelegt werden, dass ein Ausgangsmaterial fiir den Abstandshalter 4 aufgerollt
werden kann. Wenn zumindest ein Substrat 1, 1 eine Vielzahl von nebeneinander
angeordneten Einzelsubstraten umfasst, umrandet der Abstandshalter 4 die Einzelsubstrate,

sodass die Klebepunkte 3 nicht beriihrt werden (in Figur 2).

Wie in Figur 3 gezeigt, weist die Schale 5 weiterhin eine Vertiefung 53 auf, in welche ein
Trockenmittel 8 zwischen dem Boden 51 der Schale 5 und dem Substrat 1 zur trockenen
Aufbewahrung des Substrats 1 eingelegt wird. Eine Hohe der Vertiefung 53 kann so

eingerichtet sein, dass das eingelegte Trockenmittel 8 eine Unterseite des Substrats 1 nicht
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beriihrt. Das Trockenmittel 8 kann verwendet werden, um der Schale 5 Feuchtigkeit zu

entzichen und/oder das Substrat 1 vor Korrosion zu schiitzen.

Figur 4 zeigt den Deckel 6, der auf die Schale 5 aufgesetzt wird, um die Schale 5 dicht zu
verschlieBen. Der Deckel 6 kann wannenférmig eingerichtet sein. In anderen Worten, der
Deckel 6 kann einen vertieften Boden 61 mit einer umlaufenden Wand 62 umfassen. Auf
diese Weise kann die umlaufende Wand 62 des Deckels 6 an der umlaufenden Wand 52 der
Schale 5 anliegen. Der Boden 61 weist zumindest einen Vorsprung 63 zum Fixieren des
Substrats oder Substratstapels 1 auf. Eine Hohe des Vorsprungs 63 des Deckels 6 kann jedoch
geringer als die Hohe der Schale 5 sein, sodass im Innenraum der Schale 5 ausreichend Platz
fiir ein Substrat 1, vorzugsweise fiir einen Substratstapel vorhanden ist. Der Deckel 6 weist
weiterhin mindestens ein Zentrierelement 9 auf, das vorzugsweise im Boden 61 des Deckels
6, jedoch auBlerhalb des Vorsprungs 63, ausgebildet ist, um den Deckel 6 auf der Schale 5 zu
befestigen. Um das Zentrierelement 9 des Deckels 6 aufzunehmen, kann die Schale 5 eine

entsprechende Zentrierelementaufnahme 91 umfassen (in Figur 3).

Figur 5 zeigt eine seitliche Ansicht der Verpackungseinheit 1 und Figur 6 zeigt eine
vergroBerte Darstellung der Figur 5, in der eine Anordnung des Substrats 1, der Schale 5 mit
dem Trockenmittel 8 und des Deckels 6 abgebildet ist. Wie in Figur 5 gezeigt, wird das
Substrat 1 durch die Vorspriinge 63 des Deckels 6 fixiert.

Figur 7 zeigt eine Schale 5, die ermdglicht, dass mindestens zwei Substrate bzw.
Substratstapel nebeneinander in die Schale eingelegt werden konnen. Die Schale umfasst
mindestens ein Trennelement 54, das zum Beabstanden der Substrate bzw. Substratstapel
eingerichtet ist. Das Trennelement 54 kann von der umlaufenden Wand 52 der Schale 5 in
Richtung des Innenraums der Schale 5 hervorstehen, um den Innenraum der Schale 5

mindestens in zwei Teile zu unterteilen.
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Figur 8 zeigt einen Verpackungsstapel, der eine Vielzahl von aufeinandergestapelten
Verpackungseinheiten 10 umfasst. Zwischen den Verpackungseinheiten 10 kann ein
Dampfungselement 7 eingelegt sein, das zum Abfedern eines StoB3es eingerichtet ist. Das
Dampfungselement 7 kann z.B. blockformig oder wellenférmig geformt sein und
beispielsweise aus Schaumstoff, Papier oder Gummi hergestellt sein, um einen mechanischen
Stof} zu absorbieren. Jeder unterteilte Bereich in der Schale kann in seinem Boden 51 eine

Vertiefung 53 zum Einlegen des Trockenmittels 8 umfassen.

Ergénzend sei darauf hingewiesen, dass ,,umfassend* und ,,aufweisend* keine anderen
Elemente oder Schritte ausschlieit und ,,eine* oder ,,cin* keine Vielzahl ausschlief3t. Ferner
sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen
Ausfihrungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen
oder Schritten anderer oben beschriebener Ausfiihrungsbeispiele verwendet werden kénnen.

Bezugszeichen in den Anspriichen sind nicht als Einschrankungen anzusehen.
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Anspriiche

Eine Verpackungseinheit (10) fiir ein Substrat (1), umfassend:
- eine Schale (5),

- ein Substrat (1), und

- einen Deckel (6),

wobei das Substrat (1) in die Schale (5) eingelegt ist,

wobei auf eine Oberfldche des Substrats (1) ein Metalldepot (2) aufgebracht ist und
auf dem Metalldepot (2) ein Klebepunkt (3) angeordnet ist, und

wobei der Deckel (6) auf die Schale (5) aufgesetzt ist und mindestens einen Vorsprung
(63) aufweist, der das Substrat (1) auBerhalb des Klebepunkts (3) bertihrt und das
Substrat (1) in einer Richtung senkrecht zur Oberfliche des Substrats (1) fixiert.

Verpackungseinheit (10) nach Anspruch 1, wobei mindestens zwei Substrate als Stapel
in die Schale (5) eingelegt sind, und wobei ein Abstandshalter (4) so zwischen die
Substrate eingelegt ist, dass der Abstandshalter das Substrat (1) nur auBerhalb des
Klebepunkts (3) bertihrt.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Schale (5)
einen Boden (51) und eine umlaufende Wand (52) umfasst, und wobei die umlaufende
Wand (52) in Richtung des Bodens (51) eine geringere Auflenabmessung aufweist als

an ihrem freien Ende.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der Deckel (6)
mindestens ein Zentrierelement (9) zum Befestigen des Deckels (6) auf der Schale (5)

aufweist.
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Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Schale (5)

und der Deckel (6) unterschiedlich geformt sind.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Schale (5)

und der Deckel (6) einstiickig ausgebildet sind.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei das Substrat
(1) ein Metallkeramiksubstrat ist und eine Keramikschicht (11) und mindestens eine
Metallisierungsschicht (12) umfasst, wobei das Metalldepot (2) auf die
Metallisierungsschicht (12) aufgebracht ist.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der Klebepunkt
(3) gestaltet ist, um ein elektronisches Bauteil auf dem Substrat (1) zu fixieren, und

wobei der Klebepunkt (3) bei Raumtemperatur verschmierbar ist.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei das
Metalldepot (2) ein l6tbares oder sinterbares Metall oder eine 16tbare oder sinterbare

Legierung umfasst.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei das Substrat

(1) eine Vielzahl von nebeneinander angeordneten Einzelsubstraten umfasst.

Verpackungseinheit (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei die Schale (5)
ein Trockenmittel (8) zwischen dem Boden (51) der Schale (5) und dem Substrat (1)

zur trockenen Aufbewahrung des Substrats (1) aufweist.

Ein Verpackungsstapel, umfassend eine Vielzahl von aufeinandergestapelten

Verpackungseinheiten nach einem der vorherigen Anspriiche.
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Verpackungsstapel nach dem vorherigen Anspruch, wobei zwischen den
Verpackungseinheiten (10) ein Dampfungselement (7) zum Abfedern eines Sto3es

eingelegt ist.

Ein Verfahren zur Verpackung eines Substrats (1), umfassend die folgenden Schritte:
- Bereitstellen einer Schale (5),

- Einlegen eines Substrats (1) in die Schale (5), und

- Aufsetzen eines Deckels (6) auf die Schale (5),

wobei auf eine Oberfldche des Substrats (1) ein Metalldepot (2) aufgebracht ist und
auf dem Metalldepot (2) ein Klebepunkt (3) angeordnet ist, und

wobei der Deckel (6) mindestens einen Vorsprung (63) aufweist, der das Substrat (1)
aullerhalb des Klebepunkts (3) bertihrt und das Substrat (1) in einer Richtung
senkrecht zur Oberfliche des Substrats (1) fixiert.

Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, weiterhin umfassend die Schritte:

- Einlegen eines Abstandshalters (4) auf das Substrat (1) in der Schale (5), und

- Einlegen cines weiteren Substrats (17) auf den Abstandshalter (4),
wobei der Abstandshalter (4) so zwischen die Substrate (1, 17) eingelegt ist, dass
er das Substrat (1) nur auBerhalb des Klebepunkts (3) beriihrt.
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EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, COMPENDEX

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X WO 2017/139490 Al (ENTEGRIS INC [US]) 1-15
17. August 2017 (2017-08-17)
Zusammenfassung; Abbildungen 4, 5, 7
A WO 2007/007941 Al (GPS KOREA CO LTD [KR]; 1-15
KIM SEONG-MO [KR])

18. Januar 2007 (2007-01-18)
Zusammenfassung; Abbildungen 3, 7, 12
A US 2014/363916 Al (FUERFANGER MARTIN [DE] 1-15
ET AL) 11. Dezember 2014 (2014-12-11)
Zusammenfassung; Abbildungen 1-3

A DE 10 2004 056879 Al (CURAMIK ELECTRONICS 1-15
GMBH [DE]) 4. Mai 2006 (2006-05-04)
Zusammenfassung; Abbildungen 3-6

_/__

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen "T" Spétere Veréffept__lichung, die r_1_ach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der

. . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw.__das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist

dem internationalen Anmeldedatum versffentlicht worden ist "X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Versffentlichung belegt werden myu Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefuhr) o R werden, wenn die Versffentlichung mit einer oder mehreren
O" Verbffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, ) Versffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum versffentlicht worden ist "&" Versffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
6. Februar 2020 13/02/2020
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040
éx%ﬂ1#&34&ﬁh6 Faderl, Ingo
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2019/082023

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A

JP 2011 016557 A (SEKISUI PLASTICS)

27. Januar 2011 (2011-01-27)
Zusammenfassung; Abbildungen 4, 6, 9, 11
JP 2011 148510 A (TOSHIBA LOGISTICS CORP;
DAICEL PACK SYSTEMS LTD)

4. August 2011 (2011-08-04)
Zusammenfassung; Abbildungen 1, 3, 6
Absdatze [0039] - [0041], [0049]

CN 106 742 537 B (WUHAN CHINA STAR
OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD)

28. September 2018 (2018-09-28)
Zusammenfassung; Abbildungen 7, 8

US 20037012628 Al (NIGG JAMES [US] ET AL)
16. Januar 2003 (2003-01-16)
Zusammenfassung; Abbildungen 1-4

US 6 296 122 B1 (NAKAZONO TSUGIO [JP] ET
AL) 2. Oktober 2001 (2001-10-02)
Zusammenfassung; Abbildungen 1-3

1-15

1-15

1-15

1-15

1-15

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)

Seite 2 von 2




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2019/082023
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
WO 2017139490 Al 17-08-2017 US 2019019704 Al 17-01-2019
WO 2017139490 Al 17-08-2017
WO 2007007941 Al 18-01-2007 KR 20070008231 A 17-01-2007
WO 2007007941 Al 18-01-2007
US 2014363916 Al 11-12-2014 BR 112014008177 A2 11-04-2017
CN 104106131 A 15-10-2014
EP 2815426 Al 24-12-2014
JP 6076377 B2 08-02-2017
JP 2015513790 A 14-05-2015
KR 20140117535 A 07-10-2014
US 2014363916 Al 11-12-2014
WO 2013120779 Al 22-08-2013
ZA 201405481 B 25-11-2015
DE 102004056879 Al 04-05-2006 AT 458387 T 15-03-2010
CN 101049056 A 03-10-2007
DE 102004056879 Al 04-05-2006
EP 1806037 Al 11-07-2007
US 2007261778 Al 15-11-2007
WO 2006045267 Al 04-05-2006
JP 2011016557 A 27-01-2011  KEINE
JP 2011148510 A 04-08-2011 JP 5470060 B2 16-04-2014
JP 2011148510 A 04-08-2011
CN 106742537 B 28-09-2018  KEINE
US 2003012628 Al 16-01-2003 AU 2002316697 Al 03-03-2003
CN 1630606 A 22-06-2005
EP 1406823 Al 14-04-2004
JP 2004535342 A 25-11-2004
KR 20040019065 A 04-03-2004
TW 1236450 B 21-07-2005
US 2003012628 Al 16-01-2003
WO 03008301 Al 30-01-2003
US 6296122 Bl 02-10-2001 CN 1217279 A 26-05-1999
DE 69838241 T2 08-05-2008
EP 0916584 Al 19-05-1999
JP 3967010 B2 29-08-2007
JP H11198938 A 27-07-1999
TW 403716 B 01-09-2000
Us 6296122 Bl 02-10-2001
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